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Odesilatel:

Datum pfijeti:

Jordi AYET PUIGARNAU, Feditel,
za generalniho tajemnika Evropské komise

19. listopadu 2018

Prijemce: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalni tajemnik Rady Evropské unie
C. dok. Komise: C(2018) 7499 final - Annex
Predmét: PRILOHA smérnice Komise v pfenesené pravomoci, kterou se pro ugely

pfizplsobeni védeckému a technickému pokroku méni pfiloha Il smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o vyjimku pro
pouZziti olova v pajkach pro sestaveni stabilniho elektrického spojeni mezi
polovodiCovym Cipem a nosi¢em v pouzdrech integrovanych obvodu
vyuzivajicich technologii ,Flip Chip*

Delegace naleznou v ptiloze dokument C(2018) 7499 final - Annex.

Ptiloha: C(2018) 7499 final - Annex

14559/18 ADD 1

rk
TREE.1.A CS



CS

EVROPSKA
KOMISE

V Bruselu dne 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

PRILOHA

smérnice Komise v penesené pravomoci,

kterou se pro tcely prizpusobeni védeckému a technickému pokroku méni priloha II1
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o vyjimku pro pouZiti
olova v pajkach pro sestaveni stabilniho elektrického spojeni mezi polovodi¢ovym ¢ipem
a nosi¢em v pouzdrech integrovanych obvodi vyuzivajicich technologii ,,Flip Chip*
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PRILOHA

V ptiloze III se poloZka 15 nahrazuje timto:

»15 Olovo v pajkach pro sestaveni Tyka se kategorii 8,9 a 11 a plati do:
stabl.lnlho elel%rlclfeh(z Spejent — 21. ¢ervence 2021 pro kategorie 8 a 9,
mezi polovodi¢ovym ¢ipem a s voiimkou diaenostickvch
nosi¢em v pouzdrech yJimkou ciag oyel
integrovanych obvodii zdravotnickych prostredku in vitro a

o s primyslovych monitorovacich a
vyuzivajicich technologii ,,Flip P o o
Chip® kontrolnich pftistrojt,
— 21. ¢ervence 2023 pro diagnostické
zdravotnické prosttedky in vitro
kategorie 8,
— 21. Cervence 2024 pro prumyslové
monitorovaci a kontrolni ptistroje
kategorie 9 a pro kategorii 11.
15 a) Olovo v pajkach pro sestaveni Tyka se kategorii 1 az 7 a 10 a plati do 21.

stabilniho elektrického spojeni
mezi polovodi¢ovym ¢ipem a
nosi¢em v pouzdrech
integrovanych obvodi
vyuzivajicich technologii ,,Flip
Chip“, pokud je splnéno alespon
jedno z téchto kritérii:

— vyrobni technologie 90 nm
nebo vice,

— jediny &ip s plochou 300 mm?

nebo vétsi pii pouziti jakékoli
vyrobni technologie (nm),

— pouzdra s vrstvenymi Cipy, v
nichZ ¢ip ma plochu 300 mm
nebo vétsi anebo kifemikové
vlozky maji plochu 300 mm?
nebo vetsi.

2

c¢ervence 2021.¢
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